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(54) 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 배선판의제조방법

요약

동장(銅張)적층판을 이용하여 파인피치를 갖는 회로형성을 행할 때에, 스루홀 도금이나 바이어홀 도금에 
의해 에칭 동층(銅層)이 두껍게 된다고 하는 문제를 해결하고, 용이하게 파인피치의 회로를 형성할 수 있
는 방법을 제공한다.  스루홀이나 바이어홀등의 층간도통 동도금을 필요로 하는 양면프린트 배선판 또는 
3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법으로서, 상기 프린트배선판의 외층에 위치하는 동박으로는 필러
블타입의 캐리어박부 동박을 이용하고, 캐리어박을 떼어내지 않고 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구
멍부의 필요한 가공처리를 행하며, 디스미어처리, 층간도통 동도금처리를 행하고, 그 후 캐리어박을 떼어
내고, 외층에 위치하는 동박에 외층회로패턴의 레지스트레이션을 행하여, 에칭처리하는 것으로 했다.

대표도

도1

명세서

기술분야

본 발명은 프린트배선판의 제조방법에 관한 것이다.  더욱 상세하게는 보다 파인피치(fine pitch)의 회로
패턴을 형성하기 위한 프린트 배선판의 제조기술에 관한 것이다.

배경기술

최근, 전자기구의 소형화에 따라 사용되는 프린트배선판은 다층화하고, 프린트배선판의 회로폭, 회로간격
은 해가 갈수록 세선화(細線化)하고 있다.  그에 따라 프린트배선판 형성에 사용되는 동박(銅箔)의 두께
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는, 더욱더 얇은 것이 강하게 요구되고 있다.

이 프린트배선판에는 글라스크로스, 크래프트지, 글라스섬유 부직포등에 페놀수지, 에폭시수지등의 열경
화성 수지를 함침(含浸)시킨 반경화상태의 시트, 소위 프리프렉이라고 불리우는 것을 복수매 적층하고, 
그 적어도 한쪽 면에 동박을 맞댄 동장(銅張) 적층판이 사용된다.

그리고, 양면프린트 배선판은 프리프렉 표리(表裏)에 동박을 맞댄 동장 적층판을 이용하고, 그 양면의 동
박을 에칭하여 소정의 회로형성을 행하며, 스루홀용의 관통구멍을 형성하고, 디스미어처리 및 동(銅) 도
금처리를 행하는 것으로, 양면에 설치된 회로의 도통을 얻음으로써 형성된다.

또한, 3층 이상의 다층프린트 배선판은 먼저 내층회로가 형성된 한쪽 면 또는 양쪽 면의 동장 적층판을 
내층 코어재료로 하여, 이 내층 코어재료를 프리프렉을 통해서 다시 동박을 맞대고 다층적층판을 이용하
여 형성되거나, 또는 복수의 내층 코어재료를 프리프렉을 통해서 적층하고, 그 최외층(最外層)에 프리프
렉을 통해서 다시 동박을 맞댄 다층적층판에 의해 형성되는 것이다.  이 다층프린트 배선판에서는, 내외
층 회로끼리 또는 내층 회로끼리의 도통을 얻기 위해서, 바이어홀용의 구멍부를, 적절한 내층 코어재료 
혹은 최외층측의 프리프렉에 형성하고, 디스미어처리 및 동 도금처리가 행해진다.  또한 스루홀에 대해서
도 상기한 양면프린트 배선판과 마찬가지 방식으로 형성되는 것이다.

이 프린트배선판에 형성되는 스루홀이나 바이어홀은 통상 기계식 드릴이나 레이저등을 사용하여, 소정의 
위치에 스루홀용의 관통구멍이나 바이어홀용의 구멍부를 형성하고, 다음에 무전해 도금 및 전해 도금처리
를 행함으로써, 동 도금층을 형성하는 것이 일반적으로 행해지고 있다.

이 때, 스루홀이나 바이어홀에 마련되는 동 도금층은, 접속신뢰성을 확보하기 위해 15∼20㎛ 정도의 두께
를 가지고 있을 것이 필요하다.  그리고, 이 동 도금층은 도금처리할 때에 외층에 위치하는 동박(銅箔) 
위에도 형성되기 때문에, 그 후에 회로형성되는 회로두께는 동박두께에 동 도금층 두께를 더한 것으로 된
다.  이와 같이 회로형성의 대상으로 되는 동두께가 커지면, 에칭에 의해 회로형성을 하는 경우에 세선화
한 회로, 즉 파인패턴의 형성이 현저하게 곤란해진다.  또한 에칭하는 동의 전체량도 많아지기 때문에 에
칭의 처리부담이 커지는 경향으로 된다.

더욱이, 스루홀용의 관통구멍이나 바이어홀용의 구멍부에 무전해동 도금을 행할 때에는, 통상 소위 캐터
라이즈 처리로 불리우는 무전해 도금의 석출핵으로 되는 파라디움(Pd)의 침착(沈着)처리가 행해진다.  이 
캐터라이즈 처리는 무전해동 도금처리가 스무드하게 진행할 수 있도록 절연성 재료인 프리프렉의 표면, 
즉 관통구멍이나 구멍부의 내주면(內周面)으로서 노출하는 표면에 무전해동 도금의 석출핵으로 되는 파라
디움등의 금속촉매를 침착하는 것이다.  이 캐터라이즈 처리를 행하면 외층에 위치하는 동박표면에도 파
라디움이 부착하게 되고, 그 후 무전해 도금처리를 행하면 동박과 동도금층의 계면에 파라디움이 잔존하
게 된다.  그리고, 이와 같은 금속촉매는 알칼리에 용해하기 쉽고, 산에 용해하기 어렵다고 하는 특성을 
가지고 있으므로, 에칭에 의해 회로를 형성할 때에, 예컨대 암모니아등을 사용하는 알칼리성의 에칭액을 
사용하는 경우에는, 도 5에 나타내는 바와 같이 파라디움등의 금속촉매가 부착한 부분, 즉 동도금층과 동
박과의 계면부분이 선택적으로 용해하여 동도금층이 벗겨져 회로가 단선하거나 하는 것도 있다.  또한 염
화동과 염산을 포함하는 산성의 에칭액을 이용하는 경우는, 동도금층의 부분은 에칭되기 쉽지만 계면에 
있는 파라디움등 금속촉매의 존재에 의해 동박측에서의 에칭이 진행하기 어렵게 된다.  그 때문에, 도 6
에 나타내는 바와 같이 동도금층과 동박과의 에칭속도에 차가 생기고, 단차가 있는 회로가 형성되어 회로
끼리가 단락하거나 하는 경향이 있다.

본 발명은, 상기 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로, 파인피치의 회로형성이 가능하고 에칭효율이 
뛰어나며, 게다가 에칭에 의해 회로의 단선이나 단락이 없는 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프
린트 배선판의 제조방법을 제공하고자 하는 것이다.

발명의 상세한 설명

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명자들은 예의 연구를 거듭한 결과, 스루홀이나 바이어홀등의 층간도
통 동도금을 필요로 하는 양면프린트 배선판 및 3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법에 있어서, 필
러블타입의 캐리어가 붙은 동박(銅箔)을 외층으로 하여 이용하는 것으로, 종래의 제조방법에서는 얻을수 
없었던 미세한 회로의 형성을 가능하게 하는 기술을 개발하기에 이른 것이다.

구체적으로는, 스루홀이나 바이어홀등의 층간도통 동도금을 필요로 하는 양면프린트 배선판 또는 3층 이
상의 다층프린트 배선판의 제조방법에 있어서, 상기 프린트배선판의 외층에 위치하는 동박에는 필러블 타
입의 캐리어박부(付) 동박을 이용하고, 캐리어박을 떼어내지 않고 스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구
멍부의 필요한 가공처리를 행하며, 스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 디스미어처리를 하고, 
스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 전기적 도통확보를 위한 층간도통 동도금을 행하며, 그 후 
캐리어박을 떼어내고 외층에 위치하는 동박에 외층 회로패턴의 레지스트레이션을 행하여 에칭처리하는 것
을 특징으로 하는 것이다.

본 발명에 의하면, 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구멍부의 전기적 도통확보를 위한 층간도통 동도금
후에 캐리어박을 떼어내는 것으로, 스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 측벽에만 층간도통 동도
금층을 남기고, 그 이외의 여분의 동도금층을 제거할 수 있게 되어, 회로형성은 캐리어박이 붙은 동박의 
동박에서만 행하는 것으로 된다.  즉, 회로형성의 에칭부에 있어서의 동두께가 캐리어박이 붙은 동박의 
동박두께만으로 되므로, 매우 미세한 피치의 회로형성이 용이하게 가능해진다.  부가하여, 스루홀용 관통
구멍이나 바이어홀용 구멍부의 가공처리 후에 행하는, 디스미어처리에서 층간 도통용의 동도금처리의 사
이까지는, 캐리어박이 붙은 동박의 캐리어박이 존재한 상태에서 제조공정이 진행하므로, 디스미어 처리에 
있어서의 동박의 손상이나 캐터라이즈처리에 있어서의 파라디움등 금속촉매의 동박으로의 부착등을 방지
할 수 있기 때문에, 단락이나 단선등이 생기지 않는 미세한 회로형성이 가능하게 되는 것이다.  또한 캐
리어박이 붙은 동박을 이용하기 때문에, 극박동박(極薄銅箔)이라고 불리우는 12㎛이하의 것도 주름등을 
발생시키는 일 없이 적층할 수 있다.  더욱이 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구멍부를 드릴가공에 의
해 설치하는 경우에는, 드릴가공시에 이용되는 소위 받침판(wear plate)을 생략하여도 캐리어박이 받침판
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을 대신하기 때문에, 가공시에 생기는 트리밍(trimming) 작업을 행할 필요가 없게 되고, 드릴가공 정밀도
를 향상시킬 수도 있다.

여기서 본 발명에 있어서의 스루홀은, 내외층 회로의 상호접속을 행하여, 탑재부품용의 고정구멍으로서 
이용되는 것 및 부품을 삽입하지 않는 도통구멍용으로서만 설치되는 것을 포함하는 용어로서 사용하고 있
다.  또한 본 발명에 있어서의 바이어홀은, 블라인드 바이어홀이나 베리드 바이어홀등의 인터스티셜 바이
어홀 및 관통 바이어홀을 포함하는 용어로서 사용하고 있다.  

이하, 본 발명에 관한 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법에 대해서, 도면
을 참조하면서 구체적으로 설명한다.  먼저, 처음으로 본 발명에서 사용하는 필러블 타입의 캐리어박이 
붙은 동박에 대해서 설명한다.

도 3은 본 발명에서 사용하는 캐리어박이 붙은 동박의 개략단면도를 나타내는 것이다.  도 3 중, 101은 
캐리어박이 붙은 동박, 102는 동박, 103은 캐리어박을 나타내고 있다.  캐리어박(103)으로서는 동박, 동
합금박, 알루미늄박, 알루미늄박 표면에 동도금이 행해진 복합금속박, 알루미늄박 표면에 아연이 도금된 
복합금속박,  스테인레스박등의 금속박,  폴리이미드,  폴리에스테르,  폴리우레탄,  테프론등의 합성수지로 
이루어지는 시트, 또는 무기재료로 이루어지는 시트등을 예로 들수 있다.  이 중, 특히 동박을 캐리어박
으로 이용하는 것이 바람직하다.  그것은 박리후에 캐리어박을 동(銅)원료로서 재이용하는 것이 용이하도
록 되기 때문이다.  이와 같은 캐리어박(103)의 두께는 5~200㎛의 것이 바람직하다.  5㎛미만이면 캐리어
박이 붙은 동박 자체의 핸들링성이 나빠지고, 200㎛를 초과하면 제조코스트의 증가로 이어지기 때문이며, 
제조코스트나 캐리어박이 붙은 동박의 핸들링성등을 고려하면 캐리어박의 두께가 10~70㎛인 것이 바람직
하다.

또한 동박(102)의 두께는 특별히 제한되는 것은 아니며, 본 발명의 프린트배선판의 제조방법에서는, 캐리
어박이 붙은 동박(101)의 동박(102) 두께가 에칭시에 있어서의 회로의 두께로 되기 때문에, 목적 회로의 
폭 및 두께에 따라 동박(102)의 두께를 적절히 선택하면 좋을 것이다.  또한 동박(102)의 두께는 캐리어
박(103)의 두께보다 두꺼운 경우이더라도 어떤 지장도 없을 것이다.

그리고, 본 발명에 이용되는 필러블 타입의 캐리어박이 붙은 동박(101)은 캐리어박(103)의 표면에 동박
(102)이 박리가능하게 설치되고, 어느 정도의 떼어내는 강도로 동박(102)에서 캐리어박(103)이 제거될 수 
있도록 되어 있는 것이다.  그 때문에 본 발명에 이용되는 캐리어박이 붙은 동박(101)은, 도 4에 나타내
는 바와 같이 캐리어박(103)과 동박(102)과의 사이에 접합계면층(104)이 설치되어 있어도 좋을 것이다.

접합계면층(104)으로서는, 동박(102)이 쉽게 박리하지 않을 정도의 접착강도로 캐리어박에 접착할 수 있
는 것과 같은 상태를 유지할 수 있는 것이면 특별히 제한은 없다.  예컨대, 캐리어박(103)이 동박인 경우 
크롬, 납, 은 및 니켈등의 금속, 이들 금속의 산화물, 황화나트륨, 황화칼륨, 황화암모늄, 폴리황화암모
늄,  황화동 등의 황화물,  크롬산염등으로 이루어지는 금속계의 접합계면층을 설치하면 좋고, 캐리어박
(103)이 알루미늄박인 경우 아연등으로 이루어지는 금속계의 접합계면층을 설치하는 것이 가능하다.

또한, 접합계면층이 유기제에 의해 형성된 유기접합계면에 의해 동박과 캐리어박이 접합된 것이면, 캐리
어박을 떼어내는 것이 용이하게 되는 점에서 바람직할 것이다.  상기한 금속계의 접합계면층을 갖는 캐리
어박이 붙은 동박에서는 적층시에 있어서의 고온프레스 형성의 열에 의해, 캐리어박이나 동박이 접합계면
층과의 상호확산을 일으킬 것이 생각되고, 그 때문에 캐리어박을 동박에서 용이하게 벗겨낼 수 없게 되는 
일도 있어, 떼어내는 강도가 불안정하게 되는 경향을 가지고 있다.  한편, 접합계면층을 유기제로 형성한 
유기접합계면인 경우, 고온프레스 성형의 열에 의해 캐리어박 및 동박과의 상호확산을 일으킬 가능성도 
작고, 유기접합계면은 가열에 의해 접합강도가 증가하는 것으로는 되지 않으며, 오히려 캐리어박 및 동박
과의 상호확산을 방지할 수 있는 배리어층으로서 기능하여, 캐리어박을 떼어내는 것을 용이하게 또 안정
하게 행할 수 있는 것으로 된다.

이 경우에 이용하는 유기제는 함질소화합물, 함유황화합물, 카본산에서 선택되는 적어도 1종의 화합물로 
형성되어 있는 것이 바람직하다.  이들로 접합계면층을 형성하면, 캐리어박의 떼어냄 강도가 매우 안정하
기 때문이다.

이 함질소화합물로서는 치환기(관능기(官能基))를 갖는 질소함유 화합물이 바람직하고, 구체적으로는 벤
조트리아졸, 트릴트리아졸, 카르복시 벤조트리아졸, 염소치환 벤조트리아졸등의 o-트리아졸류, N', N'-비
스(벤조트리아졸일메틸)우레아(BTD-U)등의 트리아졸 유도체, 3-아미노-1H-1, 2, 4-트리아졸(ATA), 2-아미
노-1, 3, 4-트리아졸, 4-아미노-1, 2, 4-트리아졸등의 아미노트리아졸류, 이 아미노트리아졸류의 나트륨
염, 각종 아민염, 예컨대 모노에탄올 아민염, 시클로헥실 아민염, 디이소프로필 아민염, 몰포린염등, 더
욱이 이미다졸, 2-메틸이미다졸, 2-에틸-4-메틸이미다졸, 2-페닐이미다졸, 1-벤질-2-메틸이미다졸등의 이
미다졸류 및 그 유도체를 열거할 수 있다.  이 중 카르복시 벤조트리아졸(CBTA), N', N'-비스(벤조트리아
졸일메틸)우레아(BTD-U) 및 3-아미노-1H-1, 2, 4-트리아졸(ATA)을 이용하는 것이 특히 바람직할 것이다.

또한, 함유황화합물로서는 티아졸, 머캅토벤조티아졸, 디벤조아질디설파이드, 머캅토벤조티아졸의 시클로
헥실아민염,  머캅토벤조티아졸의 디시클로헥실아민염,  티오시아눌산(TCA)  및 2-벤즈이미다졸티올(BIT)등
을 들수 있고, 이 중 특히 머캅토 벤조티아졸 및 티오시아눌산을 사용하는 것이 바람직하다. 

그리고, 카본산류로서는 예컨대 고분자량 카본산을 들수 있다.  이 중, 모노카본산, 예컨대 동물 또는 식
물지방 또는 유지에서 유도되는 지방산이 바람직할 것이다.  이 카본산류는 포화여도 불포화이더라도 좋
으며, 특히 지방산(고분자량 모노카본산) 그중에서도 올레인산, 리놀산 및 리놀레인산등의 불포화지방산
을 이용하는 것이 바람직할 것이다.

상기한 유기제에 의한 접합계면층의 두께는, 통상 10~1000Å, 바람직하게는 20~500Å의 범위에 있는 것이 
바람직하다.   10Å미만이면  접합계면층의  두께를  균일하게  하는  것이  어려워져,  그  두께에  편차가 
생기고, 안정한 떼어냄 강도의 실현이 불가능해지기 때문이다.  1000Å을 초과하면, 접합계면층 위에 설
치되는 동박의 형성이 곤란해짐과 동시에, 떼어냄 강도가 저하하는 경향으로 되기 때문이다.

이  본발명에서  이용되는  캐리어박이  붙은  동박(101)은,  캐리어박(103)표면에  필요에  따라 접합계면층
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(104)을 설치한 후, 상기 캐리어박(103) 위에 스퍼터링, 증착(蒸着)등의 건식법 또는 전착(電着)에 의한 
습식법등에 의해 동박(102)을 형성함으로써 얻을 수 있다.  접합계면층의 형성은 금속계인 것이면 도금법
으로 캐리어박 표면에 전착시키는 것으로 행할 수 있고, 유기제를 이용하는 경우는 상기한 유기제를 용매
로 용해시켜 그 용액중에 캐리어박을 침지(浸漬)시키던지, 캐리어박 표면에의 샤워링, 분무법, 적하법 및 
전착법등을 이용하여 행할 수 있다.  그리고, 캐리어박에 동박을 전착법에 의해 형성하고자 하는 경우, 
도금욕(鍍金浴)으로서는 피로린산동 도금욕, 시안화동 도금욕, 산성황산동 도금욕등을 사용할 수 있고, 
그 중에서도 산성황산동 도금욕이 실제 조업적으로도 바람직한 것이다.

더욱이, 이 캐리어박이 붙은 동박(103)의 동박(102)의 표면에는, 조화(粗化)처리가 행해져 있는 것이 바
람직하다.  이 조화처리는 일반의 전해동박에 형성되는 것과 마찬가지의 표면처리를 가리키는 것이고, 동
박을 접착하는 기재(其材)(프리프렉)에 대한 앵커효과를 얻어 용이하게 동박이 프리프렉에서 박리하지 않
도록 하기 위해 행해지는 것이다.

이 조화(粗化)처리는 동박표면에 입자상(粒子狀)의 동전착물(銅電着物)을 형성하는 것으로, 소위 「돌기
붙임처리」로 불리우는 것이다.  이 조화처리는 동전해액을 이용하여 전착처리함으로써 행해지고, 통상 
야케(燒)도금 및 카브세(被)도금으로 불리우는 2개의 도금처리공정을 거치는 것이다.  야케도금의 일례로
서는 조화처리를 행하는 동박면 측을 전극에 대향시켜 배치하고, 이하의 조건에서 동 이온을 포함하는 전
해액으로 전해를 행한다.

동농도 :       5~30    g/L

황산농도 :    50~150   g/L

액온 :        20~30    ℃

전류밀도 :    20~40    A/dm
2

시간 :         5~15    초

이 전해조건에 의해 야케도금으로 불리우는 입자상의 동전착물이 동박표면에 형성된다.

카브세도금의 일례로서는 상기의 야케도금 공정을 실시한 동박의 표면에, 다시 이하의 조건에서 전해를 
행한다.

동농도 :      40~80    g/L

황산농도 :    50~150   g/L

액온 :        45~55    ℃

전류밀도 :    20~40    A/dm
2

시간 :         5~15    초

이 전해조건에 의해 상기 입자상 동전착물의 위에 동을 피복한 상태로(카브세도금으로 불리운다) 형성하
는 것이다.

그리고 더욱이, 이와 같이 돌기붙임처리가 행해진 표면에는 필요에 따라 다시 히게( )도금으로 불리우
는 도금처리가 행해져도 좋다.  히게도금의 일례로서는 상기의 돌기붙임처리를 행한 캐리어박이 붙은 동
박의 동박의 표면에, 이하의 조건으로 전해를 행한다.

동농도 :       5~30    g/L

황산농도 :    30~60    g/L

액온 :        20~30    ℃

전류밀도 :    10~40     A/dm
2

시간 :         5~15     초

이 전해조건에 의해, 상기 돌기붙임처리의 위에 수염모양의 동전착물(히게도금)이 형성된다.  이 히게처
리를 행함으로써 프리프렉과의 밀착성이 더욱 향상하는 것으로 된다.

다음에, 본 발명에 관한 프린트배선판의 제조방법에 있어서, 스루홀형성을 행하는 프린트배선판의 경우에 
대해서 설명한다.  도 1은, 본 발명에 관한 양면프린트 배선판의 제조방법으로 스루홀 형성을 행하는 공
정을 나타낸 개략도이다.  도 1에 있어서, 1은 상기한 캐리어박부 동박을 나타내고, 2는 동박, 3은 캐리
어박을 나타낸다.  또한 4는 프리프렉, 5는 관통구멍, 6은 동도금층, 7은 레지스트패턴, 8은 형성한 외층
회로를 나타낸다.

먼저, 본 발명에서는 도 1(a)에 나타내는 바와 같이, 소정두께의 프리프렉(4)의 양면에 캐리어박부 동박
(1)을, 그 동박(2)측이 프리프렉(4) 표면에 대향하도록 배치하고, 고온 프레스형성을 행함으로써 양면적
층판을 제작한다.  본 발명에서 이용되는 프리프렉(4)으로서는 프린트배선판에 요구되는 절연특성을 만족
하는 것이면, 특별한 제한없이 사용하는 것이 가능하고, 예컨대 글라스 에폭시기재, 글라스 폴리이미드기
재, 글라스 폴리에스테르기재, 아라미드 에폭시기재, 종이-페놀기재, 종이-에폭시기재등의 컴포지트기재
등을 사용할 수 있다.  이와 같은 프리프렉(4)과 캐리어박이 붙은 동박(1)과의 고온프레스 형성은 통상 
150~200℃의 온도에서 행해진다.

다음에 도 1(b)에 나타내는 바와 같이, 얻어진 양면적층판에 상하표면을 관통하는 관통구멍(5)을 형성한
다.  이 형성된 관통구멍(5)은 「스루홀」로 되는 것이다.  이 관통구멍(5)은, 예컨대 기계식 드릴이나 
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레이저등으로 구멍을 내는 방법에 의해 형성할 수 있다.  또한 형성되는 관통구멍의 크기는 사용하는 기
판의 종류, 동도금층 두께등을 고려하여, 프린트 회로설계에 기초하여 적절히 결정된다.

다음에 도 1(c)에 나타내는 바와 같이, 적층판의 관통구멍(5) 내주면(內周面) 및 적층판의 상하표면에 층
간도통용의 동도금층(6)을 형성한다.  동도금층(6)은 그 재료구성이 특히 제한되는 것은 아니지만, 동단
독 혹은 동합금으로 이루어지는 것으로 하는 것이 접속신뢰성등의 관점에서 바람직하다.  이와 같은 동 
도금층(6)은, 통상 관통구멍(5) 내주면에 있는 스미어를 제거하는 디스미어처리를 행한 후, 무전해동 도
금처리, 전해동 도금처리를 행함으로써 형성된다.

이 디스미어처리는, 예컨대 과망간산칼륨이나 나트륨용액, 진한황산, 크롬산 용액등에 침지하는 화학약품 
처리하는 것으로 관통구멍(5) 내주면의 스미어를 팽윤(澎潤)제거하거나, 지립(砥粒)을 관통구멍 내주면에 
격돌시켜 스미어를 제거하는 액체 호닝법으로 행하거나, 플라즈마를 사용하여 스미어를 제거하는 플라즈
마법등에 의해 행하는 것이다.  그 후 무전해동 도금처리를 행하는 것으로 되지만, 그 전에 통상 소위 캐
터라이즈 처리로 불리우는 무전해동 도금의 석출핵으로 되는 파라디움(Pd)의 침착처리가 행해진다.  이 
캐터라이즈 처리는 파라디움의 금속촉매를 포함하는 수용액에 관통구멍을 형성한 적층판을 침지함으로써 
행한다.  그리고 무전해동 도금은 공지의 방법에 따라 행하는 것이 가능하고, 예컨대 멜플레이트(멜티크
사제)등의 무전해동 도금욕을 사용하여 행한다.  그리고, 그 후에 행하는 전해동 도금처리는 예컨대, 피

로린산동 도금욕, 황산동 도금욕등의 공지의 도금욕을 사용하고, 통상 1~10A/dm
2
 범위의 전류밀도로 행해

진다.  이와 같이 하여 형성되는 동도금층(6)의 두께는 얻어지는 프린트배선판의 두께나 회로설계등에 기
초하여 적절히 선택되는 것이고, 특별히 제한되는 것은 아니다.

다음에 도 1(d)에 나타내는 바와 같이, 캐리어박이 붙은 동박(1)의 캐리어박(3)을 동박(2)에서 박리시켜, 
캐리어박(3)과 함께 캐리어박 위의 동도금층(6)을 제거한다.  이에 의해 프리프렉(4) 상하의 동박(2)이 
노출한다.  또한 캐리어박(3)을 박리할 때에는, 캐리어박(3) 위의 동도금층(6)만이 제거되고, 관통구멍
(5) 내주부(內周部)의 동도금층(6)은 벗겨 떨어지는 일 없이 관통구멍 내주부에 잔존한다.  이에 의해, 
프리프렉(4) 양면에 있는 동박(2)끼리의 전기적 도통을 확보할 수 있다.

본 발명과 같이 관통구멍(5)을 형성한 후 캐리어박(3)을 박리하면, 관통구멍(5) 형성시에 발생하는 스미
어(수지분말)에 의해, 회로형성을 행하는 동박(2)이 오염되는 일이 없다.  또한 본발명에서는 드릴가공의 
경우에 이용되는 받침판등을 필요로 하는 일 없이, 직접 캐리어박(3)에서 관통구멍(5)을 드릴가공에 의해 
형성할 수 있기 때문에, 드릴가공 시에 발생하는 버(burr)는 캐리어박(3)으로 밖에 형성되지 않고 버를 
가진 캐리어박(3)은 박리되므로, 본 발명에서는 동박(2)의 버(burr)제거 작업이 필요없게 된다.

그리고 노출한 동박(2)  표면에는,  도 1(e)에 나타내는 바와 같이 회로인쇄 및 에칭을 행함으로써, 도 
1(f)에 나타내는 프린트배선판이 제조된다.  회로인쇄는 공지의 방법에 의해 행해지고, 예컨대 포토레지
스트를 동박(2) 표면에 도포한 후, 소정의 회로를 형성한 마스크를 포토레지스트 상에 재치하여 노광함으
로써 포토레지스트면에 노광부와 비노광부를 형성한다.  노광후, 현상하여 레지스트패턴(7)을 형성한다
(도 1(e)).  다음에, 염화제2동과 염산을 포함하는 산성 에칭액이나 암모니아수등의 알칼리성 에칭액을 
사용하여 에칭을 행하고, 동박(2)의 레지스트패턴(7)이 형성되어 있지 않은 부분의 동박(2)을 제거하여 
외층회로(8)를 형성한다.  그리고, 도포한 포토레지스트를 제거하여 프린트배선판이 형성된다(도 1(f)). 

상기하는 본 발명의 설명에서는 양면프린트 배선판을 예로 하고 있지만, 3층 이상의 다층프린트 배선판을 
제조할 때에 스루홀을 형성하는 경우에 대해서도 마찬가지로 적용할 수 있다.

이와 같이, 본 발명에 관한 프린트 배선판의 제조방법으로 스루홀 형성을 행하면, 회로를 형성하는 동박
(2)의 두께가 외층회로(8)의 두께 즉 에칭두께에 상당하게 된다.  이 때문에 캐리어박이 붙은 동박(1)의 
동박(2) 두께를 얇게 하면, 파인피치의 회로를 용이하게 형성하는 것이 가능해 진다.  또한 에칭하여 회
로를 형성할 때에, 회로형성을 행하는 동박(2)표면에는 파라디움등의 금속촉매가 부착하고 있지 않기 때
문에, 종래방법에 있어서의 에칭에서의 회로의 단선이나 단차를 갖는 회로에 의한 단락등이 생기거나 하
는 일도 없다.

더욱이, 본 발명에 관한 프린트 배선판의 제조방법으로 바이어홀을 형성하는 경우에 대해서 설명한다.  
도 2는, 본 발명에 관한 다층프린트 배선판의 제조공정으로 바이어홀을 형성하는 공정을 나타내는 개략도
이다.  도 2에 있어서, 21은 본 발명에서 사용되는 내층회로가 형성된 코어재를 나타내고, 22는 본 발명
에서 사용되는 캐리어박이 붙은 동박을 나타낸다.  또한 23은 프리프렉, 24는 수지층, 25는 내층회로, 26
은 동박, 27은 캐리어박을 나타낸다.  또한 28은 구멍부, 29는 동도금층, 30은 레지스트패턴, 31은 형성
한 외층회로를 나타낸다.

먼저, 본 발명에서는 도 2(a)에 나타내는 바와 같이, 내층회로가 형성된 코어재(21)와 캐리어박이 붙은 
동박(22)을 수지층(24)을 통해서 고온 프레스함으로써 적층판을 형성한다.  코어재(21)는 내층회로(25)와 
프리프렉(23)으로 구성되는 것이면, 특별히 제한되는 것은 아니고, 예컨대 상기한 본 발명에 의한 프린트 
배선판의 제조방법에 의해 스루홀 형성을 행한 양면프린트 배선판을 코어재(21)로서 이용할 수 있고, 미
리 형성한 3층 이상의 다층프린트 배선판을 코어재로 하는 것도 가능하다.  캐리어박이 붙은 동박(22)으
로서는, 상기한 양면프린트 배선판의 제조방법에서 사용하는 캐리어박이 붙은 동박(1)과 마찬가지로, 캐
리어박과 그 캐리어박 표면에 박리가능하게 형성된 동박을 구비하는 것이 사용된다(도 3참조).  또한 이 
캐리어박이 붙은 동박(22)은 접합계면층이 설치된 것을 이용하여도 좋다(도 4참조).

본 발명의 설명에서는, 코어재(21)와 캐리어박이 붙은 동박(22)을 수지층(24)을 통해서 적층판을 형성하
는 경우를 예로 하여 설명하지만, 수지층(24) 대신에 프리프렉을 사용하여 적층하는 경우라도 마찬가지로 
본 발명의 제조방법은 적용할 수 있는 것이다.  도 2에서 나타내는 바와 같은, 코어재(21)와 캐리어박이 
붙은 동박(22)을 수지층(24)을 통해서 적층하기 위해서는, 예컨대 이하와 같이 행할 수 있다.

캐리어박(27)과  캐리어박(27)  표면에 박리가능하게 형성된 동박(26)을  구비하는 캐리어박이 붙은 동박
(22)에 있어서, 동박(26)의 표면에 열경화성 수지바니시를 도포함으로써 소정두께의 수지층(24)을 형성한 
후, 140~150℃에서 5~20분간 가열하고, 반경화상태, 소위 B스테이지 상태로 한 것을 이용하는 것이다.  
이는 수지가 있는 동박(Resin coated Copper, 약자로 RCC로 불리운다), 즉 전해동박에 열경화성 수지층을 
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형성한 것과 같은 구조이고, 이하 이와 같은 수지층(24)을 갖는 캐리어박이 붙은 동박을 RCC타입의 캐리
어박이 붙은 동박이라고 한다.

이 열경화성수지 바니시의 베이스수지로서는, 에폭시수지(유화셀(주)제 에피코트1001)등을 이용할 수 있
다.  그리고, 수지층(24)을 형성하기 위한 열경화성수지 와니스로서는 에폭시수지에 경화제로서 디시안디
아미드, 경화촉진제로서 2E4MZ(사국화성(주) 제), 용제로서 메틸에틸케톤을 이용하여 이를 적절히 혼합하
여 얻은 에폭시 수지조성물을 이용할 수 있다.  이 수지층(24)으로서는, 전술한 바와 같이 열경화성 수지
를 글라스크로스, 아라미드 페이퍼등의 섬유 기재(其材)로 함침(含浸) 반경화시킨 프리프렉 또는 열경화
성수지 필름을 사용하여도 좋다.

이 RCC타입의 캐리어박이 붙은 동박에서의 수지층(24)의 두께는, 20~200㎛의 범위가 바람직하다.  이 수
지층(24)의 두께가 20㎛보다 얇으면 층간 절연성 및 충분한 밀착강도를 얻을 수 없고, 또한 200㎛보다 지
나치게 두꺼우면 작은 지름의 바이어홀을 형성하기 어렵게 되어 바람직하지 않기 때문이다.

이 RCC타입의 캐리어박이 붙은 동박을 형성한 후, 수지층(24)측을 접착면으로 하여, 내층회로에 형성된 
코어재(21)의 양면에 배선한 후, 150~200℃에서 고온 프레스 형성하여 적층한다.  또한 본 발명에서는, 
도 2(a)에 나타내는 바와 같이 양면에 RCC타입의 캐리어박이 붙은 동박을 적층시키고 있지만, 어느 쪽이
나 한 쪽면에만 적층하는 것이라도 좋다.

다음에 도 2(b)에 나타내는 바와 같이, 코어재(21)에 적층한 캐리어박이 붙은 동박(22)의 표면에서, 내층
회로(25)의 안에서 바이어홀의 바텀랜드(25')로서 형성된 부분이 노출하도록 적층판에 구멍부(28)를 설치
한다.  이 구멍부(28)는 「바이어홀」로 되는 것이다.  이 구멍부(28)는, 예컨대 기계식드릴이나 레이저
등의 공지의 구멍내는 방법에 의해 형성되고, 사용하는 기판의 종류, 동도금층 두께등을 고려하여, 프린
트 회로설계에 기초해서 적절하게 결정된다.

다음에, 도 2(c)에 나타내는 바와 같이, 적층판의 구멍부(5) 내주면 및 적층판의 상하표면에 층간도통용
의 동도금층(29)을 형성한다.  동도금층(29)은 그 재료구성이 특별히 제한되는 것은 아니지만, 동단독 혹
은 동합금으로 이루어지는 것으로 하는 것이 접속신뢰성등의 관점에서 바람직하다.  이와 같은 동도금층
(29)은, 구멍부(28) 내주면에 있는 스미어를 제거하는 디스미어처리, 파라디움에 의한 캐터라이즈처리를 
행한 후, 무전해동 도금처리, 전해동 도금처리를 행함으로써 형성된다.  디스미어처리, 캐터라이즈처리, 
무전해동 도금처리, 전해동 도금처리에 대해서는 전술한 내용과 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.

다음에 도 2(d)에 나타내는 바와 같이, 상기 캐리어박이 붙은 동박(22)의 캐리어박(27)을 동박(26)에서 
박리시켜, 상기 캐리어박(27)과 함께 캐리어박(27) 표면의 동도금층(29)만을 제거한다.  이 캐리어박(2
7)을 제거함으로써, 수지층(24) 표면에 동박(26)이 노출한다.  또한 이와 같이 캐리어박(27)을 박리할 때
는, 캐리어박(27) 위의 동도금층(29)만이 제거되고, 구멍부(28) 내주(內周) 및 바텀랜드 표면의 동도금층
(29)은 벗겨져 떨어지는 일 없이 잔존한다.  이에 의해 내층회로(25, 25')와 외층측에 위치하는 동박(2
6)과의 전기적 도통을 확보할 수 있다.

본 발명과 같이, 구멍부(28)를 형성한 후 캐리어박(27)을 박리하면, 구멍부형성시에 발생한 스미어(수지
분말)에 의해 동박(26)이 오염되는 일이 없다.  또한, 본 발명의 바이어홀을 형성하는 경우이더라도, 드
릴가공의 경우에 사용되는 받침판등을 필요로 하는 일 없이, 직접 캐리어박(27)에서 구멍부(28)를 드릴가
공할 수 있기 때문에, 드릴가공에 의해 발생하는 버(burr)는 캐리어박(27)으로 밖에 형성되지 않고, 버를 
가진 캐리어박(27)은 박리되므로 본 발명에서는 종래 필요했던 동박(26)의 버의 제거작업을 생략할 수 있
는 것이다.

외층측으로 노출한 동박(26)표면에는, 도 2(e)에 나타내는 바와 같이 회로인쇄 및 에칭을 행함으로써, 도 
2(f)에 나타내는 다층프린트 배선판이 제조된다.  회로인쇄는, 예컨대 포토레지스트를 동박(26)표면에 도
포한 후, 소정의 회로를 형성한 마스크를 포토레지스트 위에 재치하고 노광함으로써, 포토레지스트면에 
노광부와 비노광부를 형성한다.  노광후, 현상하여 레지스트패턴(30)을 형성한다(도 2(e)).  다음에, 염
화제2동과 염산을 포함하는 산성에칭액이나 암모니아수등의 알칼리성 에칭액을 사용하여, 에칭을 행하고 
동박(26)의 레지스트 패턴(30)이 형성되어 있지 않은 부분의 동박(26)을 제거하여 외층회로(31)를 형성한
다.  그리고 도포한 포토레지스트를 제거하여 다층프린트 배선판이 형성된다(도 2(f)).

이와 같이, 본 발명에 관한 프린트 배선판의 제조방법으로 바이어홀 형성을 행하면, 회로를 형성하는 동
박(26)의 두께가 외층회로(31)의 두께 즉 에칭두께에 상당하게 된다.  이 때문에 캐리어박이 붙은 동박
(22)의 동박(26)두께를 얇게 하면, 파인피치의 회로를 용이하게 형성하는 것이 가능하게 된다.  또한 에
칭하여 회로를 형성할 때에, 회로형성을 행하는 동박(26)표면에는 파라디움등의 금속촉매가 부착하고 있
지 않기 때문에, 종래방법에 있어서의 에칭에서의 회로의 단선이나 단차를 갖는 회로에 의한 단락등이 생
기거나 하는 일도 없다 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 관한 양면프린트 배선판의 제조방법의 일태양을 나타내는 개략단면도,

도 2는 본 발명에 관한 다층프린트 배선판의 제조방법의 일태양을 나타내는 개략단면도,

도 3은 본 발명에서 사용하는 캐리어박이 붙은 동박의 일태양을 나타내는 개략단면도이다.

도 4는 본 발명에서 사용하는 캐리어박이 붙은 동박의 일태양을 나타내는 개략단면도,

도 5는 종래법에서의 알칼리에칭에 의해 프린트배선판의 회로형성을 한 경우의 회로단면 모식도,

도 6은 종래법에서의 염화동 에칭에 의해 프린트배선판의 회로형성을 한 경우의 회로단면 모식도이다.

부호의 설명

1, 22, 101 ‥‥ 캐리어박이 붙은 동박
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2, 26, 102, 202 ‥‥ 동박

3, 27, 103 ‥‥ 캐리어박

4, 23, 104 ‥‥ 프리프렉

5          ‥‥ 관통구멍(스루홀)

6, 29, 206 ‥‥ 동도금층

7, 30      ‥‥ 레지스트패턴

8, 31      ‥‥ 외층회로

21         ‥‥ 코어재

24         ‥‥ 수지층

25         ‥‥ 내층회로

25'        ‥‥ 바텀랜드

28         ‥‥ 구멍부(바이어홀) 

실시예

이하, 본 발명의 실시예에 대해서 실시예 1 및 2에 기초해서 설명한다.

실시예 1

18㎛두께의 동박이 35㎛두께의 동의 캐리어박에 형성된 캐리어박이 붙은 동박(접합계면층은 치오시아눌산 
및 BTA를 사용하여 유기접합계면을 형성한 것)을, 0.3mm두께의 글라스 에폭시계의 프리프렉양면에 18㎛동
박이 접착면으로 되도록 캐리어박이 붙은 동박을 배치하여 겹치고, 고온 프레스함으로써 양면적층판을 제
작하였다.

제작한 양면적층판에 0.8mm지름의 드릴로 스루홀용 관통구멍을 설치하고 디스미어처리, 파라디움의 캐터
라이즈처리를 한 후, 무전해동 도금처리 및 전해동 도금처리를 행하고, 관통구멍 내주면 위 및 캐리어박
이 붙은 동박의 캐리어박 표면에 두께 20㎛의 동도금층을 형성했다.  동도금층 형성후, 양면 적층판의 단
부를 커트하고, 캐리어박 및 그 표면에 형성되어 있는 동도금층을 박리했다.  이 때, 관통구멍 내주면의 
동도금층은 접합계면층 부근에서 절단되었지만, 프리프렉 양면에 있는 동박끼리의 전기적 도통을 확보하
는 동도금층은 잔존하고 있는 것이 확인 되었다.

이렇게 하여 얻어진 스루홀 동도금 처리후의 동장(銅張)적층판에 에칭레지스트인 감광성 드라이필름을 피
복하고, L(선폭)/S(선간)=70㎛/70㎛의 회로패턴이 형성된 패턴형성용 필름을 재치하여, 감광성 드라이필
름의 노광·현상처리를 행하고, 염화동 에칭액을 사용하여 에칭함으로써 회로형성을 행하여 양면프린트 
배선판을 제작했다.  얻어진 양면프린트 배선판을 관찰한 바, 높은 에치팩터로 되는 단면형상을 갖는 양
호한 회로를 형성하고 있는 것이 판명되었다.

실시예 2

미리 내층회로(바이어홀용의 바텀랜드를 포함한다)를 형성한 코어재의 양면에 0.18mm두께의 글라스 에폭
시계의 프리프렉을 2장 겹치고, 다시 그 위로 5㎛두께의 동박이 35㎛두께의 동의 캐리어박에 형성된 캐리
어박이 붙은 동박(접합계면층은 카르복시 벤조트리아졸을 사용하여 형성한 것)을, 5㎛의 동박이 접착면으
로 되도록 코어재에 겹친 프리프렉 양표면에 배치하여 겹치게 하여, 고온프레스를 함으로써 다층적층판을 
제작했다.

제작한 다층적층판의 캐리어박이 붙은 동박의 표면에서, 코어재에 설치된 바텀랜드의 부분이 노출하도록, 
탄산가스 레이저를 사용하여 0.2mm지름의 구멍부(바이어홀)를 설치하고, 디스미어처리, 파라디움의 캐터
라이즈처리를 한 후, 무전해동 도금처리 및 전해동 도금처리를 행하여, 구멍부 내주면 위 및 캐리어박이 
붙은 동박의 캐리어박 표면에 두께 15㎛의 동도금층을 형성했다.  동도금층 형성후 적층판의 단부(端部)
를 커트하고, 캐리어박 및 그 표면에 형성되어 있는 동도금층을 박리했다.  이 때 구멍부 내주면의 동도
금층은 접합계면층 부근에서 절단되었지만, 프리프렉표면의 외층측의 동박과 코어재에 설치된 바텀랜드와
의 전기적 도통을 확보하는 동도금층은 잔존하고 있는 것이 확인되었다.

이렇게 하여 얻어진 바이어홀 도금후의 동장적층판에 액체레지스트를 도포하고, L/S=30㎛/30㎛의 회로패
턴을 형성한 패턴형성용 필름을 재치하여, 노광·현상을 행하고, 염화동 에칭액을 이용하여 에칭함으로써 
외층회로의 형성을 행했다.  얻어진 다층프린트 배선판의 외층회로를 관찰한 바, 높은 에치펙터로 되는 
단면(斷面)형상을 갖는 양호한 회로를 형성하고 있는 것이 판명되었다.

산업상이용가능성

본 발명에 의하면, 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구멍부의 전기적 도통확보를 위한 층간도통 동도금 
후에 캐리어박을 잡아 때어내는 것으로, 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구멍부의 측벽부에만 층간도
통 동도금층을 남기고, 여분의 동도금층을 제거할 수 있게 된다.  따라서, 회로형성은 캐리어박이 붙은 
동박의 동박만으로 행하게 된다.  즉, 회로형성의 에칭부에 있어서의 동두께가 캐리어박이 붙은 동박의 
동박두께만으로 되므로, 매우 미세한 피치의 회로형성이 가능해진다.  더하여, 스루홀용 관통구멍이나 바
이어홀용 구멍부의 가공처리후에 행하는, 디스미어처리에서 층간도통 동도금처리까지의 사이는, 캐리어박
이 붙은 동박의 캐리어박이 존재한 상태에서 제조공정이 진행하므로, 디스미어처리에 있어서의 동박의 손
상이나 캐터라이즈 처리에서의 파라디움등의 금속촉매의 동박에의 부착등을 방지할 수 있기 때문에, 단락
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이나 단선등이 생기지 않는 미세한 회로형성이 가능하게 되는 것이다.  또한 캐리어박이 붙은 동박을 이
용하기 때문에, 극박동박으로 불리우는 12㎛이하의 것도 주름등을 발생시키는 일 없이 적층할 수 있다.  
더욱이, 스루홀용 관통구멍이나 바이어홀용 구멍부를 드릴가공에 의해 설치하는 경우에서는, 드릴가공시
에 사용되는 소위 받침판을 생략하여도 캐리어박이 받침판을 대신하기 때문에, 가공시에 생기는 트리밍작
업을 행할 필요가 없게 되고, 드릴가공 정밀도를 향상시킬 수 있다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

스루홀이나 바이어홀등의 층간도통 동도금을 필요로 하는 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 
배선판의 제조방법으로서,

상기  프린트배선판의  외층(外層)에  위치하는  동박으로는  필러블  타입의  캐리어박이  붙은  동박을 
이용하고,

캐리어박을 떼어내지 않고, 스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 필요한 가공처리를 행하며,

스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 디스미어처리를 하고,

스루홀용 관통구멍 또는 바이어홀용 구멍부의 전기적 도통확보를 위한 층간 도통 동도금을 행하며,

그 후, 캐리어박을 떼어내고, 외층에 위치하는 동박에 외층회로패턴의 레지스트레이션을 행하여, 에칭처
리하는 것을 특징으로 하는 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

필러블타입의 캐리어박이 붙은 동박은, 캐리어박과 동박과의 사이에 위치하는 접합계면층을 설치한 것을 
특징으로 하는 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법.

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서,

캐리어박은, 동박을 이용한 것을 특징으로 하는 양면프린트 배선판 또는 3층 이상의 다층프린트 배선판의 
제조방법.

청구항 4 

제2항 또는 제3항에 있어서,

접합계면층은, 유기제를 이용하여 형성한 유기접합계면인 것을 특징으로 하는 양면프린트 배선판 또는 3
층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법.

청구항 5 

제4항에 있어서,

유기제는, 함질소화합물, 함유황화합물 및 카본산에서 선택되는 적어도 1종의 화합물로부터 형성되어 있
는 것을 특징으로 하는 양면프린트 배선판 및 3층 이상의 다층프린트 배선판의 제조방법.

도면
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